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　咋今、携帯電話、デジカメ、ビデオカメラなどの携帯電子機器の軽薄短小化か更に

進みフレキシブル配線板に対する高密度配線板対応への期待が非常に高くなっている。

従来からの片面・両面フレキシブル配線板は、小型電子機器の狭スペースへの折り曲

げ組み込みが可能な部品搭載としてカメラ、携帯オーディオ機器に採用されてきた。

また繰返しの屈曲に耐えるケーブル機能と部品を実装できる配線板の機能を合わせ持

った配線板としプリンター、ハードディスク、光ピックアップ用のフレキシブル配線

板として採用されてきた。さらにパターンの微細度の進化により、薄くて軽い小型液

晶ディスプレイを実現するための必須の道具として用途を広めている。

一方、最近の携帯電子機器機器は、より多機能化することによって機能ごとに分かれ

たプリント配線板間の信号線の接続本数は増大し、配線板間の接続は一層難しくなっ

てきている。　日本メクトロンは、より多機能・複雑化する配線板の課題を解決する手

段として、早くから多層ＦＰＣを提案してきた。多層フレキシブル配縁板は、折畳み

型携帯電話への採用をきっかけに一挙に市場にその良さが市場に広がり、いろいろな

携帯電子機器に採用され始めている。

　今回は多層フレキシブル配線板、高密度・高精細を狙ったフレキシブルプリント配

線板に焦点を当て、その構造、用途と採用例、市場動向、将来展望について説明する。

まとめ

　Ｏ）フレキシブル配線板（ＦＰＣ）は薄さ・軽さ・柔軟性を持つったケーブル機能

　　　と部品実装機能を併せ持った配線板である。

（２）ＰＣは柔軟性を生かして電子機器への組み込み易さ、立体配線可能な配線板で

　　　ある、

（３）ＦＰＣは電子機器の軽薄短小化・高密度実装に大きく貢献する配線板である。

（４）ＦＰＣは電子機器に設計の自由度を大きく与える配線板である。

（５）多層ＦＰＣはＦＰＣの柔軟性と硬質基板の部品実装性の良さを併せ持った新た

　　　な高機能配線板である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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/.FPQの特徽と構造

アリFP泥付庸i:煮澄

2.多層FPGの特徴

3. FPCの採用m

４高牒

5.高密度実装FPC

＆高密度化技術

7.技術口－だV皿ブ

& FPCの市場動向

フレキシブル配線板は基板とケープJﾚが一体となったもので、

最近はより微細になりチップ部品。ICなどが搭載される。
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　Ra巻き鄙：虫窯Fヱ£

4層FPC-S面十両面中空構造図

　●2冊構造ケーブルによる多ビンの配線

　●片面FPCヶ一ブル相当の耐屈曲性能

HMI :l-:収lro-iVlaaneticIiilcrlcrc故c

　●クランク巻き部：虫窯ＦＰＣ

両面FPC片面十片面)や空構造図

　･ ポタンスルーホールによって諏さと鼠曲性能を向上
　　　させたFPC

　●片面FPCヶ－プル･≪当の耐屋曲性能

●ノイズシールm葉m勧告)

　グラント槽の配置による､適切なノイズシール匯)実現。

●基板電気騎性の考廠
　FPC/鴬ターンの電気特性浮x容量やインダクタンス等)を数値化､回路

　への反映が可瓢
・畜四

　両面部品実装に対応し最短配線最遅配置が可飢,

極薄な銀蒸着フ々レムによるEM冽策

g●高岡被信号の高品位伝送ダイス　●->-ルI蜀を持ちながちwの

　　対策のための匹ルI苓造を持つ　屈曲性龍を落とさない
6胴ビjﾚﾄﾞTツプ構造
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４高精細FPQと採用例

＆皿

SB 切レターバンプ)工法によるフリップチップ実装
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6. mmmimm

iticm Precisiim Flex Interconnect)

セミアディティブエ法

電着ポリイミド工法(薄膜絶緑層を形成)
ポリイミド・ツチングによるカバーニトト材の微細加工
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7.友爺口－/々少プ

a FPOの市場動向

･ I郭S年代　米国の宇宙船の配線用にポリイミ　　生

･ ≪?s年前半割御機器･コンピュタ用配線に採用　回　談゛;

　　　　　　　　　　　　　　顎轍

……
･ 1970年後半1978年キヤノンAE1に採用　　　賢千卜応鸞心5卜

･ 1980年前半カメラ､カーステなど民生用に本格採用始まる

･ 1980年後半コンピュター･及がペリフェラ1ﾚ{大型HDD.プリン

　　　　ターに採用、携帯オーデ･オ機器への採用

･ 1990年前半パソコンの普及の波に乗り｡本体。HDR､cλ

　　　　などに採用

･ 19m年後半デジカメビデオカメラ､re用ディスプレ　111

wm年以降携帯電話の本格普及に伴■.用

ｔ
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・松本博文:PPCの先端技術｣エレクト{}ニクス実装学会誌、V

　0J7､Noi,p.U～12(2004)

・豊島良一､松田文彦；fb型高速化への要求に応えるFPC

　の要素技術｣エレクト{コニクス実装学会誌、VoJ7, Nq5､p.447

　~451 4004)

・田中秀明:FPC材料の進化と展望｣. 株)加工技術研究会、

　コンノベーテックヮ月号No376､p.54～58(2004)

・宮崎博明.-§■層フレキシブ)ﾚ配線板一電子機器への採用と

　特徴－』エレクトロニクス実装学会誌、Vo｣7, N(6、p,376～

　381 fO04)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷ上
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